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主要圖示 

 

專利說明 

    本案是透過將導電內壁、導電頂緣 404 與銅附螺絲 500 結合，套筒 400 之內

設置有一導電內壁 403且在套筒 400之頂端設置有一導電頂緣 404，導電內壁 403

與該基座 100 分離配置，導電內壁 403 連接導電頂緣 404 且導電內壁 403 電性連

接電路板 200，藉此能提供了額外的接地路徑，以增加電磁屏蔽效果。 

 

 


